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(57)【要約】
【課題】設計自由度が高く、冷却効率が高いとともに、
低コスト化が可能な冷却システムを提供することを目的
とするものである。
【解決手段】発熱部品１１と熱的に接続された第１のヒ
ートパイプ１２と、第１のヒートパイプ１２と熱的に接
続された複数個の第２のヒートパイプ１３と、複数個の
第２のヒートパイプ１３の一部を覆い、複数個の第２の
ヒートパイプ１３を相互に連結する樹脂層１４とにより
冷却ユニットを構成したものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
発熱部品と熱的に接続された第１のヒートパイプと、前記第１のヒートパイプと熱的に接
続された複数個の第２のヒートパイプと、前記複数個の第２のヒートパイプの一部を覆い
、前記複数個の第２のヒートパイプを相互に連結する樹脂層と、を備えたことを特徴とす
る冷却システム。
【請求項２】
前記樹脂層に高熱伝導シートを貼りあわせたことを特徴とする請求項１記載の冷却システ
ム。
【請求項３】
前記高熱伝導シートにグラファイトシートを用いたことを特徴とする請求項２記載の冷却
システム。
【請求項４】
前記樹脂層に熱伝導率が１Ｗ／ｍ・Ｋ以上となるものを用いたことを特徴とする請求項１
記載の冷却システム。
【請求項５】
前記複数個の第２のヒートパイプの、前記樹脂層に覆われている部分の長さを、前記樹脂
層に覆われていない部分の長さよりも長くしたことを特徴とする請求項１記載の冷却シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ノート型パーソナルコンピュータ等に用いられる冷却システムに関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　近年ノート型パーソナルコンピュータ等の携帯機器のさらなる高性能化に伴い、機器の
中での発熱量は非常に大きくなってきている。一方機器の小型化、省電力化を目的として
、冷却ファンをなくしたいという要望も強くなってきている。そのため内部に熱伝導流体
を封入したヒートパイプを用いて、発熱部品で発生した熱を、機器の中の低温部に逃がす
ことが行われている。またヒートパイプに曲げ部や分岐部を設けることにより、機器の中
で効率的に熱を運ぶことも行われている。
【０００３】
　なお、この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、例えば、特許文献１が知
られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１２０１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　機器の中で効率的に配置するために、曲げ部や分岐部を設けたヒートパイプでは、その
曲げ部や分岐部で熱伝導流体の流れが悪くなることにより冷却効率が悪くなったり、ヒー
トパイプのコストが高くなるという課題があった。
【０００６】
　本発明はこの課題に対して設計自由度が高く、冷却効率が高いとともに、低コスト化が
可能な冷却システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明は上記課題を解決するために、発熱部品と熱的に接続された第１のヒートパイプ
と、第１のヒートパイプと熱的に接続された複数個の第２のヒートパイプと、複数個の第
２のヒートパイプの一部を覆い、複数個の第２のヒートパイプを相互に連結する樹脂層と
、を備えたものである。
【発明の効果】
【０００８】
　上記構成により、ヒートパイプをほぼ直線状に構成することができるため、熱伝導流体
の流れを妨げることなくヒートパイプを効率的に動作させることができ、複数個の第２の
ヒートパイプに伝わった熱を樹脂層に拡散させることにより、さらに冷却効果を高めるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施の形態における冷却システムを用いた電子機器の上面図
【図２】本発明の一実施の形態における冷却システムを用いた電子機器の断面図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の一実施の形態における冷却システムについて、図面を参照しながら説明
する。
【００１１】
　図１は本発明の一実施の形態の冷却システムを用いた電子機器の上面図、図２は同断面
図であって、実装基板１６上に実装されたＩＣ等の発熱部品１１に第１のヒートパイプ１
２が熱的に接続されている。第１のヒートパイプ１２は、幅約１０ｍｍ、高さ約１．５ｍ
ｍ、長さ約１５０ｍｍのほぼ直方体形状であり、外側は銅で構成され、内部にはハイドロ
フルオロエーテル等の所定の温度で気化、凝縮するような熱伝導流体が封入されている。
またこの第１のヒートパイプ１２の内部は、熱伝導流体が毛細管現象により移動できるよ
うな構造となっている。発熱部品１１の天面と第１のヒートパイプ１２とを当接させるこ
とにより、熱的に接続されている。さらにこの熱的接続を効率的にするため、この間にシ
リコングリースあるいはサーマルインタフェイスマテリアル等を介して熱的接続させるこ
とがより好ましい。
【００１２】
　さらに第１のヒートパイプ１２に対して、３個の第２のヒートパイプ１３が熱的に接続
されている。第２のヒートパイプ１３も第１のヒートパイプ１２と同様の形状、構成とな
っており、第１のヒートパイプ１２と第２のヒートパイプ１３とは、ろう付けあるいはシ
リコングリース、サーマルインタフェイスマテリアル等により熱的に接続されている。
【００１３】
　さらに第２のヒートパイプ１３の第１のヒートパイプ１２と接合された部分とは反対側
の部分は、スチレンポリマーからなる樹脂層１４で覆われ、お互いが連結された状態とな
っている。
【００１４】
　このように構成することにより、発熱部品１１で発生した熱は、第１のヒートパイプ１
２に伝わり、全体に拡散される。さらにそれぞれ第２のヒートパイプ１３に熱的に接続さ
れた部分より、第２のヒートパイプ１３に拡散される。さらに第２のヒートパイプ１３に
伝わった熱は、樹脂層１４に拡散される。樹脂層１４の一方の面は、電池等の比較的低温
の他の部品１７に当接されており、他の部品１７の方にも熱が伝えられる。以上のように
して、発熱部品１１の温度を効率的に下げることができる。
【００１５】
　この効果をより得るためには、樹脂層１４の熱伝導率を高めることが効果的である。一
般的に樹脂の熱伝導率は、０．１Ｗ／ｍ・Ｋ程度であるが、これにアルミナ等の熱伝導に
優れたフィラーを混ぜることにより、熱伝導率を高めることができる。本発明の効果をよ
り得るためには、樹脂層１４の熱伝導率を１Ｗ／ｍ・Ｋ以上にすることがより望ましい。
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【００１６】
　また、第２のヒートパイプ１３の樹脂層１４に覆われている部分の長さを、第２のヒー
トパイプ１３の長さの半分以上、望ましくは２／３以上とすることにより、樹脂層１４へ
の熱の拡散をより効率的に行うことができる。
【００１７】
　さらに、樹脂層１４は第２のヒートパイプ１３の上下面および側面を覆っていることが
望ましく、たとえばスチレンポリマーの中の可塑剤の量を多くすることにより、圧力によ
り塑性変形することができるシートを作ることができる。このようなシートを第２のヒー
トパイプ１３の上下にはさんで、圧力を加えることによりシートを塑性変形させ、第２の
ヒートパイプ１３の周囲全体を覆うようにすることができる。このように塑性変形させる
場合、樹脂層１４を常温で０．５ＭＰａ以下の圧力で塑性変形可能なシートとしておくこ
とが望ましい。
【００１８】
　また、図１のように、発熱部品１１の位置で第１のヒートパイプ１２と第２のヒートパ
イプ１３とを熱的に接続することがより好ましい。このようにすることにより、発熱部品
１１で発生した熱をより第２のヒートパイプ１３の方に伝導させることができる。
【００１９】
　また、樹脂層１４の一面に、この樹脂層１４の熱伝導率よりもはるかに熱伝導率の高い
高熱伝導シート１５を貼りあわせることが望ましい。この高熱伝導シート１５としては、
面方向に大きな熱伝導性を有するグラファイトシートを用いることが望ましく、さらには
熱分解グラファイトシートを用いることが好ましい。
【００２０】
　本実施の形態では、高熱伝導シート１５として厚さ約２５μｍの熱分解グラファイトシ
ートを用い、両面テープを介して樹脂層１４に貼りあわせしている。このシートは面方向
に、約１６００Ｗ／ｍ・Ｋの熱伝導率を有しているために、樹脂層１４に伝わった熱を速
やかに全体に広げることができる。このように、高熱伝導シート１５には、樹脂層１４の
１００倍以上の熱伝導率を有するものを用いることが望ましい。
【００２１】
　また、第２のヒートパイプ１３の上下における樹脂層１４の厚さを、高熱伝導シート１
５側で約０．２ｍｍ、実装基板１６側で約０．５ｍｍとなるようにしている。このように
高熱伝導シート１５側の方の樹脂層１４の厚さをより薄くすることにより、より効率的に
熱を拡散するとともに、放熱量を実装基板１６と反対側の方をより多くすることができる
。
【００２２】
　なお、図１では発熱部品１１が１個となっているが、複数個の発熱部品に第１のヒート
パイプ１２が熱的に接続されるようにしてもかまわない。この場合には、最も温度が高く
なる発熱部品の両側に第２のヒートパイプ１３を配置するようにすることが望ましい。こ
のようにすることにより、より冷却効果を高めることができる。
【００２３】
　以上のように構成することにより、ヒートパイプの形状を単純な形にすることができ、
ヒートパイプの効率を最大限に利用することができるとともに、コスト的にも非常に有利
なものとなり、さらに設計自由度も大きくすることができる。また第２のヒートパイプ１
３を樹脂層１４により連結しているため取り扱いが容易なものとすることができる。さら
にあらかじめ第１のヒートパイプ１２と第２のヒートパイプ１３とをろう付けしたものを
用いると、ひとつの冷却ユニットとして構成できるため、機器に実装する場合に工程を簡
略化することができる。
【産業上の利用可能性】
【００２４】
　本発明に係る冷却システムは、設計自由度が高く、冷却効率が高いとともに、低コスト
化が可能となり、産業上有用である。
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【符号の説明】
【００２５】
　１１　発熱部品
　１２　第１のヒートパイプ
　１３　第２のヒートパイプ
　１４　樹脂層
　１５　高熱伝導シート
　１６　実装基板
　１７　他の部品

【図１】

【図２】
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